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我的工作──Patent Classification 
 

A: memory/logic IC design 
B: memory with TSV 
C: logic with TSV 
D: Interposer 
E: Micro-bump 
F: Substrate 
G: With TSV , without stacking  
N: Non TSV 



Reducing the switching noise on substrate with high grounding 
resistance 

• TSV的電路架構專利，目的在
於減低TSV傳輸時容易受到干
擾而產生noise的問題。 

    其架構(act like interposer)包
含： 

    1.active TSV(for signal) 

    2.dummy TSV (complementary 
to active)，其中active TSV可
上下連結訊號，dummy TSV
一端為floating，藉此解決問
題。 
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所學與感想 

• 半導體初步的整體認知 

 

• 團隊中的分工方式 

• 主動解決問題 

• 院長演講：收斂的重要性 

 


